
备注
电气性能；

接触阻抗 Ω最大 初始 ，
                Ω最大 测试后

耐压测试 一分钟
绝缘阻抗 Ω最小
测试电压 直流

机械性能
公头插入力
公头拔出力

寿命测试 次
用于回流焊无铅工艺
抗回流焊焊接温度
使用公头应符合协会规范

包装方式 载带卷盘
产品需符合无铅和无卤要求。
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08: 功能区镀金1U＂,焊脚镀G/F

09: 功能区镀金3U＂,焊脚镀G/F
10: 功能区镀金5U＂,焊脚镀G/F

11: 功能区镀金10U＂,焊脚镀G/F

12: 功能区镀金15U＂,焊脚镀G/F
13: 功能区镀金30U＂,焊脚镀G/F
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东莞市欧联电子科技有限公司
 DONGGUAN OLN ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
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重点尺寸：

 RoHS
  Compliant HF 初版发行

更新包装规范N23053110


